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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D'EXECUTION
DES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES —

Partie 2: Assemblage par montage en surface

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les gdestions™t

3) Les documents produits se présentent sou tlons internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques {rappotts echnlq es ou\guides el agréés comme tels par les Comités

nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internati Qmite natlonaux de la CEI s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible ternationales de la CEl dans leurs normes
nationales et reglonales Toute dlvergenc eJe fa CEIl et la norme nationale ou régionale

5) La CEIl n’a fixé aucune proc émme indication d’approbation et sa responsabilité
5 a l'une de ses normes.

I'objet de droit

6) L’attention est attiré fait i Iéments de la présente Norme internationale peuvent faire
responsable de

La Norme intern Y a été établie par le comité d'études 91 de la CEl:

Le texte de cette no i des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/357/FDIS 91/371/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Il convient d'utiliser la présente norme conjointement avec les parties suivantes de la
CEI 61192, sous le titre général Exigences relatives a la qualité d'exécution des
assemblages électroniques brasés:

Partie 1: Généralités

Partie 3: Assemblage au moyen de trous traversants

Partie 4: Assemblage au moyen de bornes
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

International

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

WORKMANSHIP REQUIREMENTS
FOR SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

Part 2: Surface-mount assemblies

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organlzatlon fgr st i an comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internatigna ards i gparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee inter i j
participate in this preparatory work. International, governmental and.noncgovern anizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborateg it
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determi
organizations.

of standards, technical specifications, teckP
Committees in that sense.

In order to promote international unificatign, IEC_Natioga Com nittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum)\ exte g i eir national and regional standards. Any
divergence between the IEQ/ & a ational or regional standard shall be clearly

Attention is dra 9 ibilityy tha elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. t 9 ble for identifying any or all such patent rights.

Sta € as been prepared by IEC technical committee 91:

The text of th i ed on the following documents:

FDIS Report on voting
91/357/FDIS 91/371/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard should be used in conjunction with the following parts of IEC 61192, under the
general title Workmanship requirements for soldered electronic assemblies:

Part 1: General

Part 3: Through-hole mount assemblies

Part 4: Terminal assemblies
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
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